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Abstrakt

Poskytuje moznost pfipojeni mikroprocesoru PIC18F4550 do vyvojovych apli-
kaci.
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1 Technické parametry

Parametr Hodnota | Poznamka
Napdjeci napéti POWER | max 5V
Digitalni irovné CMOS | Odpovidaji  napdjecimu
napeéti.

2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeni

Modul obsahuje vsechny potfebné podpurné obvody pro provozovani mikrokontroleru
PIC18F4550. Do zapojeni je mozné pripojit nékolik typt krystalovych oscilatoru, je vsak
potieba pak prizpusobit hodnotu rezonanénich kondenzatori. Doporucené hodnoty téchto
kapacit 1ze najit v datasheetu k mikrokontroleru.
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V zapojeni modulu je obsazen linedrni stabilizator uréeny pro vytvoreni napéjeciho
napéti interni logiky USB.

2.2 Mechanicka konstrukce

Modul klasicky predpokldda uchyceni na ¢tytech sroubech, z duvodu lepsiho EMC odstinéni
je vhodné zabezpecit aby vSechny Srouby byly vodivé spojeny s podlozkou. Predpoklada
se, ze USB-B konektor bude pti pouziti modulu smérovat na okraj MLAB desky.

3 Vyroba a testovani

Plosny spoj je navrzen jak pro rucni péjeni, tak i pro osazovani pomoci pasty. Modul se
testuje optickou kontrolou spoju a naslednym ptipojenim na laboratorni zdroj s omezenim
proudu.



N
“-ISIJ

it
|
:

2008 opjim Argvoec+38IoIg

Obrazek 1: Osazovaci plan horni a spodni strany plosného spoje



Pocet Oznaceni Typ Pouzdro
2 C1,C2 100nF 0805
1 C3 10uF/6.3V | ELYT-B
2 C6,C7 15pF 0805
2 C8,C9 33pF 0805
3 C10,C11,C12 10nF 0805
1 C13 1uF 0805
1 D1 M4 SMA
46 J1,J2,J3,J4,]5,16,J7,J8, JUMP2

J9,J10,J11,J12,J13,J14,

J15,J16,J17,J18,J19,J20,

J21,J22,J23,J24,J25,J26,

J27,J28,J29,J30,J31,J32,

J33,J34,J35,J36,J37,J38,

J39,J40,J41,J42,J43,J44,

J53,J54

1 J45 JUMP2X3
1 J46 PIC_ISP
1 J47 JUMP3
1 J48 USB_B_01
12 | J56,J57,J58,J59,J60,J61, J62,J63,J64,]J65,J66,J67 JUMP1
6 R1,R3,R4,R5,R6,R7 10k 0805
1 R2 100 0805
2 R8,R9 100k 0805
1 SW1 P-B1720
1 U1 PIC18F4550 | TQFP44
1 X1 20.0MHz
1 X2 32768Hz

Tabulka 1: Seznam soucastek potifebnych pro sestaveni modulu.

4 Programové vybaveni

Pro pouziti modulu je potieba do mikrokontroleru nahrat firmware, ktery zkompilujeme
v nékterém vyvojovém nastroji pro Microchip, jako je napriklad CCS C, nebo MPLAB.
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